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前言                                          

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是 T/CPCA XXX《电子电路检测方法》的第 1 部分。T/CPCA XXX 还包括以下部分： 

—第 2 部分：电气性能测试方法； 

—第 3 部分：物理性能测试方法； 

—第 4 部分：化学性能测试方法； 

—第 5 部分：环境试验方法。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本文件由中国电子电路行业协会（CPCA）提出。 

本文件由中国电子电路行业协会（CPCA）标准化工作委员会归口。 

本文件主起草单位：安捷利美维电子（厦门）有限责任公司、深圳市美信检测技术有限公司、生益

电子股份有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、广东生益科技股份有限公司。 

本文件主要起草人：朱云、张伟、彭璟、任尧儒、杨颖、陈锡强、何毅、刘申兴、冯椿婷。 

本文件参与起草单位：深南电路股份有限公司、广州广合科技股份有限公司、东莞广合数控科技有

限公司、黄石广合精密电路有限公司、电子科技大学、龙南鼎泰电子科技有限公司、四川英创力电子科

技股份有限公司、深圳市深联电路有限公司、广东微谱标准技术有限公司、苏州维嘉科技股份有限公司、

江苏苏杭电子有限公司、广州安费诺诚信软性电路有限公司、汕头超声印制板公司、江西旭昇电子股份

有限公司、江西鼎华芯泰科技有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海焕新方正科技有限公司、中

电科普天科技股份有限公司、博敏电子股份有限公司、竞陆电子（昆山）有限公司、广州兴森快捷电路

科技有限公司、尼得科精密检测设备（浙江）有限公司、中兴通讯、深圳市大族数控科技股份有限公司、

重庆航凌电路板有限公司、深圳华秋电子有限公司、中认南信（江苏）检测技术有限公司。 

本文件参与起草人：戴炯、黎钦源、黄欣、王正非、周咏、陈苑明、王敬永、张仁军、余条龙、张

盘新、汪嵩庆、孟凡辉、叶宗顺、杨存杰、孙该贤、黄凤艳、马步霞、周洪根、何忠亮、曹磊磊、王锋、

李超谋、陈世金、黄志宏、胡梦海、何涛、曾福林、王寿桥、赵勇、李晓锋、张乃红、潘冬梅、招淑玲、

霍发燕、郑道远。 

本文件为首次制定 
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电子电路检测方法 

外观和尺寸检验方法 

1 范围 

本文件规定了电子电路，刚性印制板、挠性印制板、刚挠结合印制板的外观和尺寸检验方法。 

本文件适用于电子电路，刚性印制板、挠性印制板、刚挠结合印制板包括外观检验、尺寸检验和显

微剖切检测方法。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 4677-2026 印制板测试方法 

GB/T 6462-2005 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 

T/CPCA 009  电子电路术语 

3 术语和定义 

T/CPCA 009界定的术语和定义适用于本文件。 

4 通用试验要求 

试验条件 

4.1.1 试验的标准大气条件 

试验的标准大气条件应符合以下要求： 

a) 温度：15 ℃～35 ℃； 

b) 相对湿度：45%～75%； 

c) 气压：86 kPa～106 kPa。 

4.1.2 仲裁试验的标准大气条件 

仲裁试验的标准大气条件应符合以下要求： 

a) 温度：（23±1） ℃； 

b) 相对湿度：48%～52%； 

c) 气压：86 kPa～106 kPa。 

试样 

除非另有规定，试验应使用在制或成品印制板。 

对于特定的测试，应要使用附连测试板。 

为了使试样能代表成品板，附连测试板可以包含在成品板的在制板上，或者采用与成品板相同的材 

料和加工工艺生产的单独的综合测试板。生产单独的综合测试板时，测试板应与在线批量生产的成品板

（可包含其他型号）在同一生产流程中同步完成，测试板数量需足够覆盖测试项目，以得到比较完备的

综合评定。 

结果报告 
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结果报告应至少包括以下内容： 

a) 试验方法标准编号及版本号； 

b) 样品描述：如名称、型号、批号、制造日期、制造单位等； 

c) 试验设备的型号和名称； 

d) 试样处理及环境条件； 

e) 试验日期； 

f) 试验人员； 

g) 试验结果； 

h) 与本文件规定试验步骤的任何偏离。 

5 外观检验 

印制板外观检查 

5.1.1 目视检查 

5.1.1.1 目的 

在700 lx～1200 lx光照度环境下，合规裸眼（裸眼视力应在1.0/1.0及以上）目视检查或使用放大

镜检查印制板的标识、外观、加工质量、表面涂层和图形等是否符合有关规范的规定。 

5.1.1.2 试样 

在制板、成品印制板或附连测试板。 

5.1.1.3 设备和材料 

本方法所用设备和材料如下： 

a) 目视或1.75 倍到40 倍放大倍数的光学设备，如窥孔镜、含刻度线的放大镜和体式镜、检查平

台和背光式检查平台等光学设备； 

b) 检验光台和手套。 

5.1.1.4 步骤 

5.1.1.4.1 裸眼目视 

检查步骤如下： 

a) 当采用裸眼目视检查时，将试样平置于检查平台上；  

b) 沿试样边缘四周缓慢地移动目光或让放大镜与目光同步移动，逐渐向试样中心收视，防止漏检； 

c) 检查试样板边缘、孔边缘、基材表面、蚀刻后基材表面、标识、字符、阻焊膜覆盖、表面涂覆

层覆盖、导体表面等要素；分别检验试样的两面，必要时还应检测试样的侧壁； 

d) 检查试样表面时，应将试样水平放置，目光垂直平面观察；必要时可以将试样倾斜一定角度以

观察相关项目的合规性； 

e) 当外观检查缺陷有尺寸要求时，应使用带刻度的显微镜测量； 

f) 可使用检孔镜检查钻孔内壁及孔内镀层质量，包括背钻孔孔壁残铜； 

g) 检验和运输过程中，检验试样应有防护以避免损伤； 

h) 记录检查结果。 

5.1.1.4.2 光学设备检查 

检查步骤如下： 

a) 将试样置于检查平台或光学设备自带平台上； 

b) 使用自带平台的显微镜时，先将试样置于物镜下，选择适宜放大比，调整目镜焦距至最清晰状

态；将试样平贴平台，缓慢手移试样或移动平台，沿试样边缘四周逐渐视检至试样中心； 

c) 检查试样板边缘、孔边缘、基材表面、蚀刻后基材表面、标识、字符、阻焊膜覆盖、表面涂覆

层覆盖、导体表面等要素；建议检板顺序“Z”字型，防止漏检，分别检验试样的两面； 
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d) 检查试样平面时，应将试样水平放置，放大镜平行平面观察； 

e) 检验和运输过程中，检验试样应有防护以避免损伤； 

f) 记录和检验结果。 

5.1.1.5 结果报告 

除4.3的规定外，报告还应包括： 

a) 检验所用的放大倍数； 

b) 仲裁检验所用的放大倍数； 

c) 评定结论。如果不合格，包括失效项目，失效模式和失效程度； 

d) 产品不符合相关规范的客观证据，例如：灰尘、油渍、腐蚀、手指印和外来物等的图片。 

5.1.2 自动图像检测 

5.1.2.1 目的 

使用自动图像检测（AVI，Automated Visual Inspection）设备在指定的放大倍数条件下检查印制

板的连接盘、图形尺寸精度、图形位置精度、阻焊膜、文字标记和孔径等是否符合有关规范的规定。 

5.1.2.2 试样 

在制板、成品印制板或附连测试板。 

5.1.2.3 设备和材料 

本方法所用设备为自动图像检测设备。设备的光学系统分辨率应至少达到18 μm，检测重复精度应

不低于±10 μm，并具备可编程的、均匀的多角度照明系统以满足不同表面处理的检测需求 

5.1.2.4 步骤 

检查步骤如下：  

a) 启动设备，按自动图像检测设备操作规程启动设备，布置自动图像检测设备的工位和环境；按

自动图像检测设备操作说明书规定放置试样并启动操作设备； 

b) 光源校验，拿纯白板件/白纸，取像确认各个区域的红绿蓝（RGB）颜色亮度值是否一致，出现

异常时需矫正或更换光源； 

c) 按钮校准，依据检测设备的要求，使用校准按钮调整光学设备的焦距、曝光时间和聚焦参数； 

d) 自动对焦，将检测区域调整到合适的位置； 

e) 检测参数，根据印制板的表面处理类型（如金面、铜面、选择性化金板、喷锡板等），设置合

适的检测参数（如像素点、亮度容差等）； 

f) 扫描检测，设备扫描试样，并记录/输出检测结果， 

g) 人工复检，操作人员使用放大镜或体式镜复核确认检测到的缺陷。 

5.1.2.5 结果报告 

除4.3的规定外，报告还应包括： 

a) 输出检验结果； 

b) 人工检查评定结论。如果不合格，包括失效项目，失效模式和失效程度； 

c) 产品不符合相关规范的客观证据，例如：缺口、凹痕、露铜等的图片。 

5.1.3 自动光学检验 

5.1.3.1 目的 

自动光学检测（AOI，Automated Optical Inspection）用于检查蚀刻后的芯板、外层图形蚀刻后

的在制板、成品印制板或附连测试板及印制板底片的图形缺陷。 

可检的缺陷类型包括：开路、短路、线宽/线距、针孔、缺口、凹坑、焊盘缺陷和残铜等。 

5.1.3.2 试样 
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内层图形蚀刻后的芯板、外层图形蚀刻后的电镀子板和在制板、成品印制板或附连测试板，以及印

制板底片。 

5.1.3.3 设备和材料 

本方法所用设备和材料如下： 

a) 采用光栅扫描技术的自动化设备，设备的分辨力应小于所测图形最小尺寸的四分之一，观测面

积不小于500 mm×700 mm； 

b) 光传感器和记录仪应能通过与设定步骤中检测图形的特征进行比对，识别在蚀刻后的内外层

图形相对于印制板底片是否存在不符合性。 

5.1.3.4 步骤 

检查步骤如下： 

a) 启动设备，按自动图像检测设备操作规程启动设备，布置自动图像检测设备的工位和环境；按

自动图像检测设备操作说明书规定放置试样并启动操作设备； 

b) 光源校验，拿纯白板件/白纸，取像确认各个区域的红绿蓝（RGB）颜色亮度值是否一致，出现

异常时需矫正或更换光源； 

c) 按钮校准，依据检测设备的要求，使用校准按钮调整光学设备的焦距、曝光时间和聚焦参数； 

d) 自动对焦，将检测区域调整到合适的位置； 

e) 检测参数，根据印制板的表面处理类型（如金面、铜面、选择性化金板、喷锡板等），设置合

适的检测参数（如像素点、亮度容差等）； 

f) 扫描检测，设备扫描试样，并记录/输出检测结果， 

g) 人工复检，操作人员使用放大镜或体式镜复核确认检测到的缺陷。 

5.1.3.5 结果报告 

除4.3的规定外，报告还应包括： 

a) 合格判据； 

b) 缺陷类型、缺陷数量、缺陷位置； 

c) 评定结论。 

6 尺寸检验 

印制板尺寸检验 

6.1.1 目的 

本方法适用于对印制板外形尺寸、板厚、阶梯槽深度、孔位置度、导电图形精度、孔径、导线宽度

和间距、环宽、阻焊膜重合度等参数的测量。 

6.1.2 试样 

在制板、成品印制板或附连测试板。 

6.1.3 设备和材料 

本方法所用设备和材料如下： 

a) 能满足测量的精度并能符合测量要求（如：卡尺、深度规、角规、弧度尺、数显千分尺和三坐

标测量仪等）的合适测量仪器。所采用的设备其测量精度不低于测量对象公差带的1/10； 

b) 千分尺，精度至少 0.002 mm，适用于板厚的测量； 

c) 游标卡尺，精度至少 0.02 mm的卡尺，适用于孔位置度和导电图形精度的测量；  

d) 孔规，精度至少 0.02 mm； 

e) 光学检孔机，精度至少 0.01 mm，适用于孔径的测量；光学尺寸测量仪器对环境温湿度条件敏

感，建议在仪器厂商推荐的温湿度环境中操作； 

f) 显微镜，精度至少 0.01 mm，适用于导线宽度和间距、环宽等的测量； 
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g) 导体宽度测量仪，精度至少 0.001 mm，适用于精细导线宽度和间距等的测量； 

h) 竖线深度规，精度至少 0.05 mm，适用于阶梯槽深度的测量； 

i) 便携式带刻度的测孔径仪。 

6.1.4 步骤 

6.1.4.1 外形尺寸 

测量步骤如下： 

a) 采用游标卡尺、三坐标测量仪或其他符合测量要求的合适测量仪器对采购文件中规定的所有

外形尺寸（如：长度、宽度和角度等）进行测量，当印制板有基准边时以基准边为准； 

b) 按照采购文件的要求读取并记录测量值； 

c) 报告所有外形尺寸的测量结果。 

6.1.4.2 板厚 

测量步骤如下： 

a) 将试样插入数显千分尺的测量端面间，并使试样一面靠在固定测量端面上，保持与两测量端面

平行；先调节旋鼓，使移动端面接近试样面，再调节微调旋钮，使移动测量端面与试样面接触，

继续缓慢旋动微调旋钮，听到千分尺发出三声清脆的“咔”时停止旋动，读取并记录千分尺显

示的数值； 

b) 选取板边缘向中心至少 25 mm处至少 3个不同位置，测量位置应尽量包含比较完整的内层导体

层，如球栅阵列元件贴装位置或压接区域，测量印制板厚度并记录每个测量值； 

c) 印制板有板边印制接触片（印制插头）时，板厚测量印制板印制接触片（插头）部位，厚度应

包含电镀镍或电镀镍金等的镀覆层厚度； 

d) 印制板无印制接触片（印制插头）时，板厚测量整板厚度，包括电镀层、阻焊层及文字标记。 

e) 按照布设总图或相关标准中的要求读取并记录测量值和平均值； 

f) 报告所有印制板厚度的测量结果。 

6.1.4.3 阶梯槽深度 

测量步骤如下： 

a) 检查深度规，测量杆表面无划痕和锈蚀； 

b) 将深度规测量杆收回，使测量头与基座贴合，按下置零键，显示数值为 0.00 mm； 

c) 清洁深度规基座表面和测试试样表面； 

d) 将基座与试样基准面完全贴合，无倾斜或翘起； 

e) 缓慢推动深度规，使测量杆头接触试样底面； 

f) 记录深度规显示数值； 

g) 按照采购文件要求读取并记录测量值； 

h) 报告阶梯槽深度的测量结果。 

6.1.4.4 孔位置度偏差 

测量步骤如下： 

a) 将试样平放在光学尺寸测量仪器（如：二坐标测量仪）的测量平台上，参照加工图中的基准

测量所有孔的位置； 

b) 报告所有孔的位置偏差测量结果。 

6.1.4.5 导电图形精度 

测量步骤如下： 

a) 将试样平放于测量平台上，使用光学尺寸测量仪器参照基准测量所有孔的位置； 

b) 对于印制板表层导电图形精度测量，需先确定孔中心，然后确定连接盘的中心，最后将连接盘

的中心与每个孔的中心作比较； 
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c) 当测量多层板内层导电图形精度和多层板的内层重合度时，可采用 X 射线透射仪测视或显微

切片测量； 

d) 报告导电图形精度的测量结果。 

6.1.4.6 孔径 

6.1.4.6.1 针规法 

测量步骤如下： 

a) 配置测量平台，平台面尺寸应大于试样（受检印制板）尺寸，该平台面为玻璃，玻璃下方的四

侧边配有不刺眼的灯光（荧光灯），灯光穿透印制板上的通孔；玻璃背面中央下方放置一面镜

子，以便能观察到孔的另一面； 

b) 将试样置于测量平台面中央，观察所测量孔，应是贯通的； 

c) 按采购图纸标注的所测孔的孔径，取对应直径的针规，垂直插入孔中，并给针规垂直施加（0.49

±0.01）N的力，从镜子中观察针规是否完全穿过孔；如果针规刚好完全穿过孔，则针规直径

即为所测孔的孔径；如果不能穿过，或者有缝隙地穿过，则非实际完成孔径； 

d) 仲裁检验应采用显微剖切的方法测量；  

e) 报告孔径的测量结果。 

6.1.4.6.2 光学检孔仪测量法 

测量步骤如下： 

a) 按光学检孔仪手册的规定操作设备； 

b) 将印制板受检孔置于检孔仪镜头下方的平台上，用光标在孔壁内沿标定孔径测量的起始点，移

动光标至孔的另一侧的内沿，搜索至最大值，即为该孔的孔径； 

c) 仲裁检验应采用显微剖切的方法测量；  

d) 报告孔径的测量结果。 

6.1.4.7 导线宽度和导线间距 

测量步骤如下： 

a) 在试样（受检印制板）上任取三条导线（或间距），在每条导线（或间距）上取三个测量点； 

b) 使用精度不小于 0.01 mm 的读数显微镜，先对读数显微镜进行调零，调节 X 轴旋转螺旋使标

线 Y对准 X轴的整刻度线； 

c) 将试样置于物镜下的测量平台上，调整测量起始点，使其与刻度线 Y的零位对准，显微镜的标

线 Y应与所检导线平行，固定试样； 

d) 旋转 X轴螺旋，使标线 Y沿 X轴向左或向右移动至导线宽度方向的另一边沿并重叠； 

e) 读取旋转螺旋上的数值，即为导线宽度，记录该数值，计算其算术平均值（孤立的突出或缺口

部位的测量值不应计入）； 

f) 也可以用精度符合要求的影像测量仪等其它量具测量导线的宽度（或间距）；  

g) 当布设总图未作规定时，均测量导线（或间距）底宽，即最大导线宽度（或最小导线间距）；  

h) 报告导线宽度（或间距）的测量值和算术平均值。 

6.1.4.8 外层连接盘环宽 

测量步骤如下： 

a) 使用精度不小于 0.01 mm 的读数显微镜，先对读数显微镜进行调零，调节 X 轴旋转螺旋使标

线 Y对准 X轴的整刻度线； 

b) 将试样置于物镜下的测量平台上，调整测量起始点，使其与刻度线 Y的零位对准，显微镜的标

线 Y应与所检镀覆孔或非镀覆孔的内侧相切（即外层环宽测量应包含孔壁镀铜厚度），固定试

样； 

c) 旋转 X轴螺旋，使标线 Y沿 X轴向左或向右移动至环边缘并相切； 

d) 读取旋转螺旋上的数值，即为环宽，记录该数值；  

e) 外层连接盘最小环宽的测量位置见图 1； 

https://baike.baidu.com/item/%E5%88%BB%E5%BA%A6%E7%BA%BF/9407728?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%BB%E5%BA%A6%E7%BA%BF/9407728?fromModule=lemma_inlink
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f) 也可以用精度符合要求的影像测量仪等其它量具测量环宽； 

g) 报告连接盘环宽的测量结果。 

 

 

                                                                       单位为毫米 

 

图1 外层连接盘最小环宽的测量 

6.1.4.9 阻焊膜重合度 

测量步骤如下： 

a) 导体限定焊盘尺寸时，如图 2a），测量从暴露的焊盘边缘到阻焊窗口边缘的最大距离 R2，减

去采购图纸规定的阻焊窗口与焊盘边缘的理想距离 R1，即为阻焊膜的实际偏移量（R2-R1）； 

b) 阻焊限定焊盘尺寸时，如图 2b），使用读数显微镜测量被覆盖的焊盘边缘到阻焊窗口边缘的

最大覆盖距离 R2，减去布设总图规定的阻焊窗口与焊盘边缘的理想覆盖值 R1，即为阻焊膜的实

际偏移量（R2-R1）；重合度计算公式见（公式 1）。 

c) 按公式（1）计算阻焊膜重合度，报告阻焊膜实际偏移量。 

𝑅 = 𝑅2 − 𝑅1 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙（1） 

式中： 

R——阻焊膜的重合度，单位为毫米（mm）； 

R1——导体限定焊盘尺寸时，采购图纸规定的阻焊窗口与焊盘边缘的理想距离或阻焊限定焊盘尺寸

时，布设总图规定的阻焊窗口与焊盘边缘的理想覆盖值，单位为毫米（mm)； 

R2——导体限定焊盘尺寸时，暴露的焊盘边缘到阻焊窗口边缘的最大距离或阻焊限定焊盘尺寸时，

被覆盖的焊盘边缘到阻焊窗口边缘的最大覆盖距离，单位为毫米（mm)。 

                                                                               单位为毫米 

 

a）阻焊窗口大于或等于焊盘尺寸                       b）阻焊窗口小于焊盘尺寸 

图2 阻焊膜重合度的测量 

7 显微剖切检测方法 

目的 
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用于显微剖切和随后的目视和(或)尺寸检查评定印制板的镀覆孔、导电图形、基材、阻焊涂覆层等

的内部情况。 
注1：受试样制备技术和显微镜能力的限制，不适用于测量非常薄的镀层(≤1 μm)。低于1 μm的镀层厚度可以通

过适当的显微剖切处理后采用电镜进行测量或采用其它适当的方法（如X射线荧光测厚方法）进行检验。 

试样 

试样应符合以下要求： 

a) 成品板上裁切的试样，附连测试板或者有镀覆孔的综合测试板的特定部位； 

b) 从印制板或附连测试板上切取试样时，应小心操作以免损伤待测区域，离边缘2 mm 的区域内

的部分不能用于制作试样，剪切边缘到被测孔的距离应不小于5 mm； 

c) 当冲切试样时，冲切机应具有足够的缓冲以避免试样变形且不引起内层或外层孔损伤； 

d) 当镀层柔软或者薄时，如金、锡或锡铅镀层，为避免沾污，在试样灌胶前，可加镀一层较硬镀

层； 

e) 多层印制板试样上应分布至少3 个连通内层的孔； 

f) 显微切片的数量应反应批量大小，且至少75%的显微切片垂直于试样表面，至少25%的显微切片

与试样表面水平； 

g) 在检查有机涂层时，需要外镀层或用染色封灌材料，与待检涂层形成颜色对比； 

h) 如果几个试样被灌封在一起，应能清楚地辨别每个试样。 

设备和材料 

本方法所用设备和材料如下： 

a) 取样机，刨槽机或金刚石锯，用于从印制板上切取试样； 

b) 模具，灌胶封装时用于固定试样的固定装置； 

c) 灌封材料，如室温固化的环氧树脂，灌封材料和方法应对试样无影响； 

d) 粗磨和细磨用砂纸（如目数150～220，320，400，600，800，1200或2500等）； 

e) 用来去除砂纸留下的磨痕的金刚石研磨膏(如6 μm、3 μm、1 μm)或氧化铝研磨膏（如5 μm、

3 μm、0.5 μm）； 

f) 辅助抛光润滑剂； 

g) 抛光布，配合研磨膏用； 

h) 旋转研磨和抛光设备； 

i) 放大倍率50 倍 、100 倍、200 倍等的显微镜； 

j) 氨水-过氧化氢蚀刻液：将1 mL～2 mL的（30～35）%的过氧化氢（体积比）添加到100 mL的（14～

20）%的氨水（体积比）中，搅拌后使用； 
注2：氨水是一种具有刺激性气味的碱性化合物、过氧化氢是一种强氧化物、硫酸是一种腐蚀性溶液，使用这些化学

物质时应小心，须佩戴防护眼镜和耐化学腐蚀手套，避免眼睛和皮肤接触到。 

k) 硫酸-过氧化氢蚀刻液：将1 mL～2 mL的（30～35）%的过氧化氢（体积比）添加到100 mL的（10～

20）%的硫酸（体积比）中，搅拌后使用。 
注3：j）和k）两种蚀刻液根据实际情况选择其一即可。若发现蚀刻速率明显下降应立即更换。 

步骤 

测量步骤如下： 

a) 试样应放在模具中，用灌封材料小心灌封，确保小孔都填满灌封材料； 

b) 在灌封材料与待测镀层区域任意层之间不应有空洞。可通过搅拌、手工震动或真空抽气的方法

消除气泡； 

c) 固化后，依次用粒度更细的砂纸研磨试样，研磨时要喷水。最后用不小于1200 目砂纸对含有检

测点的平面进行研磨； 

d) 在检测与印制板水平面垂直的横截面时，显微切片的抛光平面应与印制板水平面呈85°～95°

角； 

e) 每次研磨和抛光后都应冲洗试样，以防颗粒污染后续的步骤； 
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f) 试样用抛光布和研磨膏进行抛光，依次细磨直至观察点的图像清楚而精细；抛光后试样，应在

100 倍显微镜下观察铜表面没有划痕，无金属迁移，层压板上无断裂的玻璃纤维束，试样不高

于固封材料。必要时，可采用超声波清洗去除残留； 

g) 在测量镀覆孔的孔壁厚度时，横截面上出现的孔径应不小于实际孔径的95%，截面示意图见图 

3 所示。实际孔径在制备显微切片前测量； 
注1：切片中测量的孔径应补偿去钻污引起的孔径尺寸增加。 

 

图3 不同测量尺寸百分比在孔径中的位置示意图 

h) 抛光后、目检或尺寸检验前，应先用配置的蚀刻剂对试样进行蚀刻，以确保电镀边界清晰； 

i) 在显微镜下观测试样，根据待测试样特征选择相应的放大倍数。在进行尺寸测量时，应包含校

准测量系统； 

j) 在测量尺寸时，待测细部的所有界面应同时聚焦。在测量镀层厚度时，不应包括结瘤，空洞和

裂纹； 

k) 按相关规范的规定，检查以下一个或多个特征和细节： 

——导线、镀层、层压铜箔的厚度； 

——镀层空洞和裂纹； 

——层压铜箔内裂纹； 

——镀层分离； 

——毛刺和结瘤； 

——钻孔质量（如树脂钻污、内层钉头等）； 

——侧蚀和镀层突沿； 

——镀覆孔孔壁与内层导体界面； 
注2：微蚀前检查镀覆孔壁和内层导体的界面。 

——介质层厚度（包括基材）； 

——介质层空洞（包括基材）； 

——凹蚀； 

——玻璃纤维突出； 

——分层； 

——重合度； 

——环宽； 

——阻焊层厚度。 

l) 选择适合于检验项目的放大倍数的显微镜，如100 倍、200 倍、500 倍、1000 倍等。 

结果报告 
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除4.3的规定外，报告还应包括： 

a) 试样要求； 

b) 测量位置； 

c) 所检产品的特征； 

d) 印制板或附连板剖切的部分； 

e) 专用的蚀刻溶液(必要时)； 

f) 检验项目和要素(包括使用的放大倍数)； 

g) 微蚀刻前的检验(要求时)。 

 


